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11.1.3　人工智能芯片行业发展前景
11.1.4　AI芯片细分市场发展展望
11.2　人工智能芯片的发展路线及方向
11.2.1　人工智能芯片发展路径分析
11.2.2　人工智能芯片产品发展趋势
11.2.3　人工智能芯片的微型化趋势
11.2.4　人工智能芯片应用战略分析
11.3　人工智能芯片定制化趋势分析
11.3.1　AI芯片定制化发展背景
11.3.2　半定制AI芯片布局加快
11.3.3　全定制AI芯片典型代表
11.4　2025-2030年中国人工智能芯片行业预测分析
11.4.1　2025-2030年中国人工智能芯片行业影响因素分析
11.4.2　2025-2030年中国人工智能芯片市场规模预测
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三、研究机构

   中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，是中国产业咨询第一股，依托国家发改委、农业农村部等相关部委资源，由北京大学校友携手国土经济学会专家与留美学者在深圳创立。总部位于深圳，在北京、上海、香港、贵州、山东等地均设有分支机构。中商构建了产业规划、产业招商、园区规划、项目策划、项目申报等五大咨询服务体系，为客户提供全产业链咨询与解决方案。

   近20年来，公司深度聚焦产业咨询领域，为国内外企业、地方政府、城市新区、园区管委会、房产开发商提供个性化产业咨询方案，致力于助推企业转型、产业升级、城镇发
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